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Jahrbuch Mikroverbindungstechnik 2015 / 2016

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

auch in der neunten Ausgabe des Jahrbuchs Mikroverbin-
dungstechnik haben wir wieder für Sie Interessantes aus 
Forschung und Praxis rund um die Mikroverbindungstech-
nik zusammenstellen können. Aktuelle Ergebnisse aus 
Forschungsprojekten der DVS-Forschungsvereinigung 
und praxisnahe Berichte aus der Industrie mit wertvollen 
Informationen zur Aufbau- und Verbindungstechnik bezüg-
lich Materialien, Prozesstechnologien und Zuverlässigkeit 
mikrotechnischer Aufgabenstellungen in industriellen An-
wendungsbereichen, ein Glossar zur Mikroverbindungstechnik mit Bezug auf die 
Fachbeiträge, Informationen zur Normung, Firmenportraits und ein Waren- und 
Firmenverzeichnis sind Inhalt des Buchs, mit dem wir Forschungsergebnisse und 
Erkenntnisse aus der Praxis der Fachwelt vermitteln möchten.
Die Darstellung des DVS als Verband, der in seinen Aktivitäten die gesamte Band-
breite der Fügetechnik abbildet – hier aber insbesondere im Bereich der Mikrover-
bindungstechnik –, rundet das Buch ab.
Wir hoffen, dass auch diese Ausgabe Zuspruch findet, und wünschen unseren 
Lesern mit diesem Jahrbuch viel Spaß und Vergnügen bei der Lektüre und neue 
Erkenntnisse für ihre berufliche Praxis. Wir danken den Autoren für die guten und 
aufschlussreichen Texte und sind sicher, dass das Jahrbuch Mikroverbindungstech-
nik 2015  /  2016 einen Beitrag zum aktiven Transfer des aktuellen Wissens von 
Experten für Experten darstellt.

Dr. Ing. Dagmar Hennicke
DVS – Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V.

Über Kommentare, Anregungen und Vorschläge für die zukünftigen 
Ausgaben des Jahrbuchs Mikroverbindungstechnik freuen wir uns.
Schreiben Sie an: michael.weinreich@dvs-hg.de.

Vorwort
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